
新型显⽰制造解决⽅案

HMXPL2502CN移动端官⽹ 海⽬星激光公众号



设备特点

适⽤于Mini�LED模组封胶后胶材的去除及各制程段除晶后焊盘的修整，兼容不同厚度、尺⼨的产品

匹配微⽶级光斑对各尺⼨的Mini�LED封装胶⾏去除，不伤及相邻芯⽚及焊盘，搭配⾃主开发的去芯

⽚系统，能提供⼲净的修补环境，助⼒修补的良率⼤幅提升

此设备⽤于Mini�LED针对制程后产⽣的缺陷进⾏芯⽚所在位置的封装胶去除，以利后续芯⽚的去除、固晶焊接
等后续制程的顺利进⾏。

Mini�LED�全⾃动激光去除设备

加⼯过程图

海⽬星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海⽬星”）2008年成⽴，2020年科创板上市，
股票代码688559，是业内杰出的激光及⾃动化综合解决⽅案提供商，全球智能装备尖端科技

企业之⼀。业务涵盖锂电池智能制造、光伏智能制造、新型显⽰智能制造、3C智能制造、钣⾦智能

制造等五⼤领域。

公司总部位于深圳，并在深圳、江⻔、常州、成都设有四⼤⽣产制造基地，辐射华南、华东、西
南地区，同时在韩国、美国、意⼤利建⽴海外⼦公司，全球化进程不断加快。并且，始终重视技术
研发，2022年研发投⼊占营收⽐超10%，保持⾏业先进⽔平。�

在⼯业4.0时代，海⽬星始终牢记�“改变世界装备格局，推动⼈类智造进步”的使命，锁定前

沿技术，助⼒产业变⾰，与全球客⼾携⼿共赴智造未来。

挖胶前 挖胶后

产品型号                     HR-WPUC13�����

定位精度���������������������������������������������

加⼯类型���������������������������������������������� 激光去除

±3μm

视觉系统��������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台��������������������

500万像素

⾼性能�����

X轴450mmxY轴710mm

±3μm

±1.5μm

≤500mm/s

±3μm

±1.5μm

⼯业相机������������������

���������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������

⾏程⼤⼩������������������

�������������������������������������������������������������运动平台定位精度�����������������������

�������������������������������������������������������������运动平台运动速度�����������������������

����������������������������Z轴重复定位精度������������������������

����������������������������Z轴定位精度���������������������������������

���������������������������������������运动平台重复定位精度�������������
其他参数�������������������������������������������

控制系统�����������������������������������������

�������������������������������������������������������������电⼒需求                  

�������������������������������������������������������������压缩空⽓                  

�������������������������������������������������������������环境温度                                 

�������������������������������������������������������������环境湿度                 �

������������������������������������������������������������设备尺⼨                   

������������������������������������������������������������设备重量                  �

运动控制卡

220V/50Hz

0.6MPa

22±2℃

40%-60%，⽆冷凝

1324mm(L)*1574mm(W)*
2137mm(H)

2500Kg

光学系统���������������������������������������������
⾼性能

⽪秒紫外激光器

���������������������������������������������������������������数字振镜���������������������������������������

激光器�������������������������������������������



Mini�LED全⾃动推晶机

此设备⽤于Mini�LED芯⽚修复过程中，去除损坏芯⽚，以便后续重新固晶并补焊。

设备特点

同轴视觉定位系统，⾼精度定位芯⽚位置

精确检测焊盘⾼度，可修整焊盘上残留的锡层，不伤及焊盘

可灵活选配激光或机械⽅式推晶

可兼容膜前和膜后返修

加⼯过程图

设备特点

同轴视觉定位系统，⾼精度定位芯⽚位置，实时监控焊接修复过程中的产品状态与效果

实时监测焊接温度，闭环温控，保证焊接质量。可选配AOI系統，即时确认焊接成功率

可采⽤变焦激光系统，等⽐例应对不同尺⼨的芯⽚

此设备⽤于Mini�LED制程返修制程，将返修后的芯⽚重新键合。

Mini�LED激光单点焊接修复设备

加⼯过程图

芯⽚去除�����������������������

±3μm

⽆激光器�����������������

500万像素

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

视觉系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

22±4℃

20%-60%，⽆冷凝

1700mm(L)*1400mm(W)*
2200mm(H)
2300Kg

20μm

运动控制卡

220V/50Hz

0.5-0.7MPa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒需求������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度��������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度���������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

⾏程⼤⼩���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台重复定位精度�����������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度�����������������������������������

产品型号������������������������������������������� HR-PCRP11�����������������������

⾼性能

X轴450mmxY轴600mm

±3μm

±3μm

≤500mm/s

±1.5μm

连续红外激光器

2000万像素

±3μm

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

视觉系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

22±4℃

20%-60%，⽆冷凝

1384mm(L)*1674mm(W)*
1902mm(H)

2300Kg

±3μm

运动控制卡

220V/50Hz

0.5-0.7MPa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒需求������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度��������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度���������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

⾏程⼤⼩���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台重复定位精度�����������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度�����������������������������������

产品型号�������������������������������������������

⾼性能

X轴450mmxY轴600mm

±3μm

±1μm

≤500mm/s

±1μm

HR-PCRA12���������������������������

激光焊接修复



Mini�LED�激光巨量焊接设备

此设备⽤于Mini�LED模组制程中芯⽚的巨量键合设备。

加⼯过程图

设备特点

模块式设计，上下料和转移主体独⽴拆分

机械⼿⾃动上下料，设备综合精度≤±1μm

搭载激光出光控制系统、⾼质量光束整形系统、光斑⼤⼩可调，均⼀性≥95%

此设备⽤于Micro�LED�巨量转移和修复制程，可实现对任意尺⼨任意间距RGB芯⽚的选择性转移，在修复段⽤于
芯⽚单点转移及修复。

Micro�LED巨量转移设备

加⼯过程图

设备特点

⾼效LED�芯⽚巨量焊接，良率可达99.99%以上
⼤⾯积⾼速焊接，领先⾏业⽣产效率
闭回路温度控制，保证键合温度稳定性

焊接前 焊接后

转移后样品

转移前样品

Mini�LED�直显

500万像素

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

视觉系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������������������

产品型号�������������������������������������������

⾼性能

⼤理⽯直线
运动平台������������������

22±4℃

20%-60%，⽆冷凝

1680mm(L)*1840mm(W)*
2030mm(H)

2000Kg

20μm

运动控制卡

220V/50Hz

0.5-0.7MPa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒需求������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度��������������������������������������������

芯⽚的巨量键合

HR-WCRW11����������������������

红外激光器

温度控制系统����������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度���������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

⾏程⼤⼩���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台重复定位精度�����������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度�����������������������������������

X轴600mmxY轴500mm

±13μm

±10μm

≤800mm/s

±8μm

测量和控制范围                         80-400℃

1200W像素

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������光斑������������������������������������������������

产品型号�������������������������������������������

矩形

24±2℃

＜60%；⽆冷凝

2250mm(L)*1850mm(W)*�
2450mm(H)

3800kg

ACS控制卡

AC220V/50Hz

＞70kpa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒系������������������������������������������������������

紫外⽪秒

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度�����������������������������

运动平台重复定位精度���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度�����������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度�������������������������������

±0.75μm

≤500mm/s

±1.5μm

±1μm

±1μm

⾏程����������������������� XI�X2轴400mm；Y轴450mm

±1μm

HR-WPUR22���������

Micro�LED芯⽚巨量转移/单点修复转移

±20μm



Micro�LED�全⾃动激光去除设备

此设备⽤于Micro� LED针对制程后产⽣的缺陷进⾏封装胶及芯⽚去除，以利后续芯⽚的焊接等后续制程的顺利进⾏，
该设备⽬前达到业界领先⽔平。

加⼯过程图

设备特点

⽤于Micro�LED芯⽚去除以及焊盘整平兼容不同尺⼨的芯⽚和基板，整平精度可达亚微⽶级

匹配微⽶级光斑对⼩⾄5μm的Micro�LED的芯⽚胶进⾏去除，不伤及相邻芯⽚及焊盘与其他层

透过⾃主开发的AI整合系统,⾃动识别修补位置,避免因误判造成的修补失败,保证产品安全

激光修复前 激光除晶后 激光修复后

2000万像素

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

视觉系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������������������

产品型号�������������������������������������������

⾼性能

⼤理⽯直线
运动平台������������������

22±2℃

20%-60%，⽆冷凝

1500mm(L)*1900mm(W)*
2137mm(H)

3000Kg

±1μm

运动控制卡

220V/50Hz

0.6MPa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒需求������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度��������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度���������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

⾏程⼤⼩���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台重复定位精度�����������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度�����������������������������������

X轴450mmxY轴1050mm

±1μm

±0.75μm

≤500mm/s

±0.75μm

��������������������������������������������������������������������������������������数字振镜����������������������������������

HR-PFLT21��������������

激光去除

⻜秒紫外激光器

⾼性能

±1μm

设备特点

⾼效LED�芯⽚巨量焊接，良率可达99.99%以上

⼤⾯积⾼速焊接，兼容更⼤的基板尺⼨，领先⾏业⽣产效率

闭回路温度控制，保证键合温度稳定性

⾼精密的对位调平系统，搭配领先的视觉算法，确保焊接⼯艺的⾼可靠性

此设备⽤于Micro�LED模组制程中芯⽚的巨量键合设备。

Micro�LED�激光巨量焊接设备

加⼯过程图

焊接后焊接前

Micro�LED直显

1200���

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

视觉系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������������������

产品型号�������������������������������������������

⾼性能

⼤理⽯直线
运动平台������������������

22±4℃

20%-60%，⽆冷凝

3200mm(L)*2000mm(W)*
2500mm(H)

6600Kg

±1.5μm

运动控制卡

220V/50Hz

0.5-0.7MPa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒需求������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度��������������������������������������������
红外激光器

温度控制系统����������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度���������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

⾏程⼤⼩���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台重复定位精度�����������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度�����������������������������������

X轴600mmxY轴500mm

±2μm

±1μm

≤600mm/s

±1μm

测量和控制范围                         80-400℃

±2μm

HR-CCRW13�����������

芯⽚的巨量键合



设备特点

切割精度⾼

切割尺⼨精度＜±5μm

切割锥度＜5μm

加⼯过程图

复合膜材激光切割设备

此设备应⽤场景可适⽤于薄膜、胶体、FPC、PCB的切割。

(a)�film膜切割

(b)FPC软板切割

2000万像素

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

视觉系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������������������

产品型号�������������������������������������������

⾼性能

22±4℃

20%-60%RH，⽆冷凝

2000mm(L)*2350mm(W)*
2100mm(H)
(不含�EFU、辅助设备、
指⽰灯)

2000Kg

运动控制卡

220V/50Hz

0.5-0.7MPa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒需求������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度
��������������������������������

运动平台重复定位精度
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度����������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度����������������������������������

±1.5μm

±3μm

±1.5μm

⾏程⼤⼩                       X轴�300mm�x�Y轴�450mm

3μm

HR-WPUC33

薄膜、胶体、FPC、PCB

⽪秒激光器

≤500mm/s

±2.0μm

切割边缘热影响＜10μm

⽆切割边缘崩边、挂⻆

型号可选择：半⾃动/全⾃动

切割效率⾼

设备特点

激光光斑⼩于2μm，⼯作距离10.48mm，芯⽚切割道

宽度为4μm~10μm，热影响区⼩于2μm

芯⽚电性导通良率⼤于98%，单晶率⼤于99%(单晶间

距外扩偏差值可⼩⾄10μm)

加⼯过程图

脆性材料切割设备

此设备应⽤场景可适⽤于蓝宝⽯等脆性材料切割；LED芯⽚隐形切割。

2000万像素

加⼯类型�������������������������������������������

定位精度������������������������������������������

光学系统������������������������������������������

视觉系统������������������������������������������

⼤理⽯直线
运动平台������������������

激光器�������������������������������������������������������

⼯业相机��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������镜头&光源������������������������������������������������

产品型号�������������������������������������������

⾼性能

22±4℃

20%-60%RH，⽆冷凝

2000mm(L)*2350mm(W)*
2100mm(H)
(不含�EFU、辅助设备、
指⽰灯)

2000Kg

运动控制卡

220V/50Hz

0.5-0.7MPa

其他参数������������������������������������������

�����������������������������������������������������������压缩空⽓�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������环境温度                                           

�����������������������������������������������������������环境湿度�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备尺⼨�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������设备重量�����������������������������������������������������

控制系统����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������电⼒需求������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台运动速度��������������������������������

������������������������������������������������������������Z轴重复定位精度
��������������������������������

运动平台重复定位精度
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������运动平台定位精度����������������������

������������������������������������������������������������Z轴定位精度����������������������������������

±0.75μm

±3μm

±1.5μm

⾏程⼤⼩                       X轴�300mm�x�Y轴�450mm

3μm

HR-WFLC13

蓝宝⽯、半导体材料、脆性材料

⽪秒激光器

≤1000mm/s

±1.5μm

切割垂直度⼩于�2°，可切割最⼩尺⼨�0204，切割厚度50~170μm

单⼯位双吸盘(同时上下料)

型号可选择：半⾃动/全⾃动

切割效率⾼


